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Mit einem USB-Typ-C Developer Kit unterstiitzt das
Wiirth Elektronik-Tochterunternehmen eiSos die Ent-
wicklung von Prototypen mit USB-Applikationen auf
Basis von Typ-C- und Power Delivery-Funktionen

smtconnect: Stelldichein der Elektronikferti- Kleinere Bauteile, geringere Absténde und ho- Entlastung fiir Mitarbeiter: Rontgentechnik
ger und ihrer Systemlieferanten here Leistungen fordern viel von den Lotpasten reduziert Zeit fiir Bauteilzihlung drastisch
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OLED als Basismaterial und in eine Motorradjacke integriert: Demon-
stration neuer Moglichkeiten der FEP-Entwicklung auf der LOPEC

TESLA ROADSTER

mcusiry Fist Lilkium-Jon EV Fawe

Themen der IPC Apex Expo 2019: Automobilelektronik, insbesondere
Entwicklungen bei E-Mobility und Assistenz-/Autonomiesystemen
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Hoéchste
Qualitdtsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C

Zertifizierung

-

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fur
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir |hre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (006352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow [@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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SMT Thermal Discoveries aus Wertheim ist der Spezialist
fiir thermische Anwendungen und deren Lésungen von
=50 °C bis zu +350 °C. Die Highlights auf der diesjéhri-
gen Messe ,SMTconnect" in Niirnberg sind unsere neue
Bediensoftware , Thermal Tools*, Innovationen in den
Bereichen Reflowldten und Ausharten sowie Vakuum
2.0-Losungen.

SMT Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co. KG
D-97877 Wertheim, Tel.-Nr. +49 (0) 9342970-0
info@smt-wertheim.de, www.smt-wertheim.de
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